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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成28年9月15日(2016.9.15)

【公開番号】特開2015-82609(P2015-82609A)
【公開日】平成27年4月27日(2015.4.27)
【年通号数】公開・登録公報2015-028
【出願番号】特願2013-220438(P2013-220438)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｓ   5/022    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｓ    5/022    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成28年8月2日(2016.8.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基体部と、
　前記基体部の上面に立設し、前記基体部の上面に対して垂直に設けられた平坦面であっ
て発光素子を実装する素子付面を備えた発光素子実装部と、
　前記基体部の上面の前記素子付面側に設けられた凹部である受光素子実装部と、を有し
、
　前記発光素子実装部の上面は、前記基体部の上面に対して前記素子付面側が前記素子付
面の反対面である背面側よりも高くなるように傾斜する傾斜面を含み、
　前記発光素子実装部の前記素子付面側の根元部分に、前記素子付面から前記背面に向か
って凹型に括れると共に、前記発光素子実装部の厚さ方向に凹型に湾曲する括れ部が形成
され、
　前記背面の根元部分に、前記背面に対して前記受光素子実装部が形成されている側とは
反対側に凸型に突出すると共に、前記発光素子実装部の厚さ方向に凸型に湾曲する突起部
が形成されている半導体パッケージ用ステム。
【請求項２】
　前記素子付面と前記背面とをつなぐ側面が球面状である請求項１記載の半導体パッケー
ジ用ステム。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の半導体パッケージ用ステムと、
　前記素子付面に実装された発光素子と、
　前記受光素子実装部に実装された受光素子と、を有する半導体パッケージ。
【請求項４】
　基体部と、
　前記基体部の上面に立設し、前記基体部の上面に対して垂直に設けられた平坦面であっ
て発光素子を実装する素子付面を備えた発光素子実装部と、
　前記基体部の上面の前記素子付面側に設けられた凹部である受光素子実装部と、を有す
る半導体パッケージ用ステムの製造方法であって、
　下型上に配置した最終的に前記基体部となる金属部材を第１の上型で加圧し、前記金属
部材の上面に、最終的に前記素子付面となる領域を含む第１の面、その反対面である第２
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の面、及び前記金属部材の上面に対して前記第１の面側が前記第２の面側よりも高くなる
ように傾斜した上面、を備えた柱状部を立設する工程と、
　下型上に配置した前記金属部材の前記柱状部の上面を第２の上型で加圧し、前記柱状部
の根元部分を湾曲させて前記発光素子実装部を形成する工程と、
を有し、
　前記発光素子実装部を形成する工程では、
　前記第１の面の上側部分が根元部分よりも前記受光素子実装部を形成する側に張り出す
ように前記柱状部を湾曲させ、前記第１の面の上側部分に前記素子付面を形成すると共に
、
　前記第１の面の根元部分に、前記素子付面から前記第２の面に向かって凹型に括れると
共に、前記発光素子実装部の厚さ方向に凹型に湾曲する括れ部を形成し、
　前記第２の面の根元部分に、前記第２の面に対して前記受光素子実装部を形成する側と
は反対側に凸型に突出すると共に、前記発光素子実装部の厚さ方向に凸型に湾曲する突起
部を形成する半導体パッケージ用ステムの製造方法。
【請求項５】
　前記柱状部を立設する工程では、底面に傾斜面を有する第１の凹部を下面に形成した第
１の上型で金属部材を加圧し、前記金属部材の上面に前記第１の凹部に対応する形状の柱
状部を形成し、
　前記発光素子実装部を形成する工程では、底面に傾斜面を有し前記第１の凹部よりも浅
い第２の凹部を下面に形成した第２の上型で前記柱状部の上面を加圧し、前記柱状部の根
元部分を湾曲させる請求項４記載の半導体パッケージ用ステムの製造方法。
【請求項６】
　前記発光素子実装部を形成する工程では、前記柱状部の前記第１の面と前記第１の面に
対応する前記第２の凹部の第１の内側面との隙間が、前記柱状部の前記第２の面と前記第
２の面に対応する前記第２の凹部の第２の内側面との隙間よりも大きくなるように前記第
２の上型を配置する請求項５記載の半導体パッケージ用ステムの製造方法。
【請求項７】
　前記第２の凹部の前記第１の内側面は平坦面であり、
　前記発光素子実装部を形成する工程では、前記柱状部の前記第１の面の上側部分が前記
第１の内側面側に加圧されて前記第１の内側面と接し、前記第１の面の上側部分が平坦面
となる請求項６記載の半導体パッケージ用ステムの製造方法。
【請求項８】
　前記発光素子実装部を形成する工程では、前記素子付面と前記素子付面の反対面とをつ
なぐ側面が球面状となる請求項４乃至７の何れか一項記載の半導体パッケージ用ステムの
製造方法。
【請求項９】
　下型上に配置した前記金属部材の上面を第３の上型で加圧し、前記金属部材の上面に凹
部である前記受光素子実装部を形成する工程を有する請求項４乃至８の何れか一項記載の
半導体パッケージ用ステムの製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本半導体パッケージ用ステムは、基体部と、前記基体部の上面に立設し、前記基体部の
上面に対して垂直に設けられた平坦面であって発光素子を実装する素子付面を備えた発光
素子実装部と、前記基体部の上面の前記素子付面側に設けられた凹部である受光素子実装
部と、を有し、前記発光素子実装部の上面は、前記基体部の上面に対して前記素子付面側
が前記素子付面の反対面である背面側よりも高くなるように傾斜する傾斜面を含み、前記
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発光素子実装部の前記素子付面側の根元部分に、前記素子付面から前記背面に向かって凹
型に括れると共に、前記発光素子実装部の厚さ方向に凹型に湾曲する括れ部が形成され、
前記背面の根元部分に、前記背面に対して前記受光素子実装部が形成されている側とは反
対側に凸型に突出すると共に、前記発光素子実装部の厚さ方向に凸型に湾曲する突起部が
形成されていることを要件とする。
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